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24V，15到60mA单通道线性恒流LED驱动芯片  

产品描述 

SLM503A 系列产品是用于产生三通道、高精度

恒流源的 LED 驱动芯片，在各种 LED 照明产品中非

常简单易用。 

由于该产品具有稳定的负载和电源调整率，即

使在照明电路中电源及负载的变动范围很大时，都

能保持稳定的让 LED 亮度，并充分延长 LED 使用寿

命。SLM503A 的 VDD 引脚可以充当输出使能 (OE)功

能使用，配合数字 PWM 控制线路，可达到更精准的

调光应用。 

此外，SLM503A 精确的欠压锁定和过温保护功

能及防静电保护设计可以确保整个照明系统在设

计、安装及应用中的安全。 

 

 

产品特性 

 线性恒流LED驱动 

 15 ~ 60mA, 8档恒定电流选项，无需外部电阻

设定电流 

 宽输入电压范围： 3V ~ 24V 

 电源转换效率高达98% 

 超低drop-out压降（20mA驱动时，低至400mV） 

 超小芯片间输出电流差±5% 

 电源及负载调变率0.1%/V 

 芯片工作温度 -40℃～125℃ 

 具有芯片过温保护功能 

 具有欠压锁定功能 

 SOT23-6无铅环保封装 

 

应用范围 

 标识牌、照明模组（商标、指示牌、仓库存

储、停车场等） 

 楼宇照明（写字楼、厂房） 

 室内及名用照明（壁灯、吸顶灯、RGB装饰

灯） 

 其他工业照明（LED手电筒、工业设备、电子

游戏机指示） 

典型应用电路 
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图 1. 典型应用电路 
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封装形式及引脚定义 

封装形式 SOT23-6 
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图 2.封装及引脚定义 

 

引脚功能 

序号 引脚名 功能 

1 VP1 通道1恒流负载 

2 VP2 通道2恒流负载 

3 VP3 通道3恒流负载 

4 NC 无电气连接 

5 GND 芯片地 

6 VDD 电源 
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订购信息 

产品型号 输出电流（mA） 工作温度 封装 封装标识 编带尺寸（英寸） 

SLM503A15ac-7G 15 -40℃～125℃ SOT23-6 ac 7 

SLM503A20ac-7G 20 -40℃～125℃ SOT23-6 ac 7 

SLM503A25ac-7G 25 -40℃～125℃ SOT23-6 ac 7 

SLM503A30ac-7G 30 -40℃～125℃ SOT23-6 ac 7 

SLM503A35ac-7G 35 -40℃～125℃ SOT23-6 ac 7 

SLM503A40ac-7G 40 -40℃～125℃ SOT23-6 ac 7 

SLM503A45ac-7G 45 -40℃～125℃ SOT23-6 ac 7 

SLM503A50ac-7G 50 -40℃～125℃ SOT23-6 ac 7 
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绝对最大额定值 

特性名称 符号 最大额定值 单位 

电源电压 VDD -0.3～28 V 

输出端耐压 Vp1，Vp2，Vp3 -0.3～28 V 

输出电流 IP1，IP2，IP3 50 mA 

承受功率（Ta=25°C） PD 0.3 (SOT23-3) W 

热阻系数* Rth-JA 280 (SOT23-3) °C /W 

工作温度 Topr -40~125 °C 

储存温度 Tstg -55～+150 °C 

焊接条件  参照JESD J-STC-20  

 

*：Rth-JA 按照按照 JESD51-7 的规定，在自然对流条件下，在一个 JEDEC 标准高 K 电路板上进行测量，从而获

得的结至环境热阻抗。 
 

静电保护及闩锁测试特性 

特性名称 符号 特性值 单位 

人体模型 HBM 2000 V 

充电器件模型 CDM 1500 V 

闩锁测试 Latch-up +/- 100 mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sillumin.com/


                                                                                         SLM503A                                                         

Sillumin Semiconductor Co., Ltd.  – www.sillumin.com  6 

Rev 1.2, 2022 年 4 月 

电气特性 

测试条件为 Ta= 25°C 

符号 参数 测试条件 最低 典型值 最高 单位 

VDD 电源电压  3  24 V 

IDD 电源电流 VDD>=3V 250 280 400 uA 

IP 输出电流 VDD>=5V 15  150 mA 

ISKEW 芯片间电流差异 VDD=5V, VP=3V   5 % 

UVLO 欠压闭锁阈值 
VDD上升  2.75 2.8  

VDD下降 2.5 2.55   

ILK 漏电流 VDD=0V, VP=20V   1 uA 

VP_MIN 最低输出电压降 VDD>=3V，IP=20mA 0.2 0.30 0.4 V 

LDR 电源调整率 VP=1V, VDD from 5V to 20V  ±0.1  %/V 

LNR 负载调整率 VP from 0.5V to 20V, VDD=3V  ±0.1  %/V 

TR 温度调整率 VDD=5V, VP=3V  ±0.1  %/10°C 

TSD 热关断温度   150  °C 

TSD_HYS 热关断迟滞   25  °C 
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应用信息 

SLM503A 为线性恒流源芯片，在应用时需充分考虑整个照明系统的功耗与散热问题。选用芯片电流值越

高，越须降低 SLM503A 输出端压降，以避免芯片及系统本身过热。降低输出端电压的方法如下:  

• 在能维持恒流的情况下，尽量降低电源电压。  

• 在能维持恒流的情况下，尽量增加恒流串联回路中 LED 的数量。  

• 在能维持恒流的情况下，于恒流串联回路中，加上降压电阻，以减少 SLM503A 的输出端电压。 

由于VDD端的最低工作电压在3V以上，所以在恒流串联回路中，如果电源输入12V，LED的数量为3个时，尽

量将VDD跨接到距离恒流芯片最近LED的上方，从而使芯片能够正常上电工作 

SLM503A 具有固定的、内部设定的欠压锁定电路。当输入电压降至 2.5V 以下时，芯片输出电流被关断。

当电压回升到 2.8V 以上时，芯片输出电流重新开启。 

SLM503A具有热关断保护功能。在SLM503A结温上升到150°C以上时，热关断电路会禁止芯片工作。极端结

温可能由大电流工作、线路板设计差或环境温度高等因素造成。器件设计有25°C的迟滞，因此发生热关断

时，片内温度必须低于125°C，SLM503A才会恢复工作  
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典型工作特性曲线 

 

          
       图 3. IDD vs. Vdd                                                                    图 4.  IDD vs. TJ 

 

          
                              图 5.  IP vs.                                                                         图 6.  IP vs. TJ 

  

          
                            图 7.  IP vs. VP                                                                     图 8.  UVLO 
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贴片条件及温度曲线 

Profile Feature Pb-Free Assembly 

Preheat & Soak 

Temperature min (Tsmin) 

Temperature max (Tsmax) 

Time (Tsmin to Tsmax) (ts) 

150°C 

200°C 

60-120 seconds 

Average ramp-up rate (Tsmax to Tp) 3°C/second max. 

Liquidous temperature (TL) 

Time at liquidous (tL) 

217°C 

60-150 seconds 

Peak package body temperature (Tp)* Max 260°C 

Time (tp)** within 5°C of the specified 

classification temperature (Tc) 
Max 30 seconds  

Average ramp-down rate (Tp to Tsmax) 6°C/second max. 

Time 25°C to peak temperature 8 minutes max. 

 

 
 

图 9.贴片温度曲线 
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封装规格 

 

   

Note: All dimensions in millimeters unless otherwise stated. 

 

图 10. SOT23-6 封装尺寸 
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修订历史记录 

注：之前版本的页码可能与当前版本有所不同。 

页码或者项目 修改内容 

Rev1.0 规格书，2019/8/29 

整篇文档 数明半导体标识变动 

Rev1.1 规格书，2019/11/7 

第一页 封装信息从SOT23-3改为SOT23-6  

Rev1.2 规格书，2022/4/15 

整篇文档 数明半导体标识变动及规格书格式变动 
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